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(57) Resumo: METODO PARA A PRODUGAO DE SUPERFICIES
ELETRICAMENTE CONDUTIVAS ESTRUTURADAS SOBRE UM
SUBSTRATO. E apresentado um método para a producdo de
superficies estruturadas eletricamente condutiveis sobre um substrato.
O referido método é composto das seguintes etapas: a) uma camada
basica contendo particulas que podem ser revestidas de uma forma
néo elétrica e/ou serem galvanizadas, é estruturada sobre o substrato
através da remogéo da camada basica de acordo com uma estrutura
pré-definida com a ajuda de um leiser; b) a superficie das particulas
que podem ser revestidas de uma forma nédo elétrica e/ou
galvanizadas, é ativada; e ¢) um revestimento eletricamente condutivo
é aplicado na camada basica estruturada.
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“METODO PARA A PRODUCAO DE SUPERFICIES ELETRICAMENTE
CONDUTIVAS ESTRUTURADAS SOBRE UM SUBSTRATO”

A invencdo refere-se a um método para a produgdo de
superficies estruturadas eletricamente condutiveis sobre um substrato

O método de acordo com a invengdo € adequado, por exemplo,
para a produgdo de trilhas condutiveis sobre circuitos impressos, antenas
RFID, antenas transmissoras, ou outras estruturas de antena, modulos de
cartdo de "chip", cabos planos, aquecedores, condutores de lamina, trilhas
condutiveis em células solares ou em telas de LCD/plasma, ou produtos
eletricamente revestidos de qualquer forma. O método de acordo com a
invengdo € também adequado para a produgdo de superficies decorativas ou
funcionais sobre produtos, que poderiam ser utilizados, por exemplo, para a
protec¢do contra a radiagdo eletromagnética, para a condugdo térmica ou como
embalagem. Finalmente, estas laminas metalicas ou suportes poliméricos que
sdo galvanizados sobre um ou dois lados, também poderdo ser produzidas
pelo método.

E conhecido um método para a producio de padrdes sobre
circuitos impressos, por exemplo, da DE-A 40 10 244. Para este fim, ¢
aplicada sobre o circuito impresso eletricamente ndo condutivo uma
resisténcia condutiva. Com a ajuda de um leiser, o padrdo condutivo € retirado
da resisténcia condutivel. O padrdo condutivo posteriormente é metalizado.
Uma resisténcia de dois componentes, que contém particulas metalicas, ¢
utilizada como a resisténcia condutivel. P6s de ferro ou de niquel, por
exemplo, sdo mencionados como particulas metélicas adequadas.

E conhecido um método para a produgdo de trilhas
condutiveis, no qual um circuito impresso primeiramente é revestido com
uma tinta condutivel e as trilhas condutiveis sdo posteriormente modeladas
com tinta por intermédio de um leiser, por exemplo, da US-A 2003/ 0075532.

A tinta contém uma pasta, que era aplicada com particulas condutiveis. Por
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exemplo, as particulas metalicas ou particulas ndo metdlicas, tais como
particulas de carvdo, sio mencionadas como particulas condutiveis. Para gerar
um revestimento condutivo, € mencionada uma espessura de
aproximadamente 75 a 100 pm.

A EP-A 0 415 336 também se refere a um método para a
produgdo de trilhas condutiveis, no qual uma pasta condutivel primeiramente
¢ aplicada sobre um ndo condutivo e as trilhas condutiveis posteriormente sdo
modeladas com um leiser. Novamente aqui, uma grande espessura da camada
¢ requerida para gerar uma trilha condutivel.

No método para a produgdo de trilhas condutiveis sobre
circuitos impressos que € conhecido da EP-A 1 191 127, € primeiramente
aplicada uma camada de ativagdo com condutividade elétrica suficiente. O
perfil da trilha condutiva desejada € estruturado na mesma com a ajuda de um
leiser. Estes filmes metalicos, por exemplo, poderdo ser aplicados sobre a
camada de ativa¢do. A condutividade da camada de ativagdo ¢ obtida, por
exemplo, utilizando-se pirrol polimerizada ou copolimerizada, furano, tiofeno
ou outros derivados. Como uma alternativa, poderdo ser utilizadas camadas de
sulfeto metalico ou de polissulfeto metalico, assim como catalisadores de
paladio e de cobre. A desvantagem de muitas camadas organicas de ativagdo €
a baixa adesdo em muitos suportes e a baixa estabilidade térmica durante a
aplicagdo, por exemplo, em soldagem em circuitos impressos.

Uma desvantagem dos métodos conhecidos da arte anterior €,
por outro lado, o fato de ser requerida uma grande espessura de camada para
se conseguir uma condutividade suficiente. Devido as camadas espessas, ¢
requerida um alto consumo de energia para a ablagdo com a ajuda do leiser.
Nos métodos nos quais as trilhas condutiveis sdo posteriormente metalizadas,
¢ também necessario um consumo elevado de energia do leiser, porque uma
parte da radiagdo do leiser é refletida pelas particulas que sdo contidas na

camada basica.
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Especialmente quando a se utiliza particulas muito pequenas,
i.e., particulas na faixa micro a nanémetro, um problema € que as particulas
sdo embebidas em um material de matriz e sdo portanto muito pouco expostas
sobre a superficie. Por esta razdo, as particulas sdo apenas pouco disponiveis
para a metalizagdo ndo eletrolitica e/ou eletrolitica. Portanto pode ser
produzido um revestimento metalico continuo, homogéneo, somente com
grande dificuldade ou mesmo sendo impossivel, de forma que ndo existe uma
garantia do processo. Um leiser de Oxido presente sobre as particulas
eletricamente condutiveis aumentara ainda mais este efeito.

Um objetivo da invengdo € apresentar um método alternativo
simples, efetivo em custo e produtivo, através do qual as superficies
estruturadas eletricamente condutiveis possam ser produzidas sobre um
suporte, estas superficies sendo homogéneas e continuamente condutiveis
eletricamente.

O objetivo € alcangado através de um método para a produgéo
de superficies condutiveis eletricamente estruturadas sobre um substrato, que
é composto das seguintes etapas:

a) a estruturagdo de uma camada basica contendo particulas
revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente sobre o substrato, através da
ablacdo da camada basica de acordo com uma estrutura predeterminada, com
um leiser,

b) a ativagdo da superficie das particulas revestiveis
eletrolitica- mente e/ou ndo eletroliticamente e

¢) a aplicagdo de um revestimento eletricamente condutivo
sobre a camada basica estruturada.

Uma vantagem do método de acordo com a invengdo € que,
além das estruturas de circuito com duas dimensdes, por exemplo, também €
possivel produzir-se estruturas de circuito com trés dimensdes, por exemplo,

dispositivos interconectados e moldados em 3D ou o interior de pacotes de
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dispositivo com trilhas condutiveis tendo uma estrutura extremamente fina.
Para os objetos tridimensionais, por exemplo, todas as superficies poderdo ser
processadas sucessivamente através da colocagdo do objeto a ser revestido,
respectivamente, na posigdo correta, ou direcionando de forma apropriada os
feixes de leiser.

Substratos rigidos ou flexiveis, por exemplo, sdo adequados
como substratos sobre os quais € aplicada a superficie estruturada
eletricamente condutiva.

O substrato, de preferéncia, € eletricamente ndo condutivo. Isto
significa que a resistividade é maior do que 10° ohm x cm. Substratos
adequados, por exemplo, sdo polimeros refor¢ados ou ndo reforcados, tais
como aqueles utilizados convencionalmente para circuitos impressos. Os
polimeros adequados s@o resinas epoxi ou resinas epoxi modificadas, por
exemplo, resinas Bisfenol A ou Bisfenol F bifuncionais ou polifuncionais,
resinas epoxi-novolac, resinas epdxi bromadas, resinas epoxi refor¢adas com
aramida ou refor¢adas com fibra de vidro ou com papel (por exemplo, FR4),
plasticos reforgados com fibra de vidro, polimeros de cristal liquido (LCP),
sulfetos de polifenileno (PPS), polioximetilenos (POM), poliaril éter cetonas
(PAEK), poliéter éter cetonas (PEEK), poliamidas (PA), policarbonatos (PC),
polibutileno tereftalatos (PBT), polietileno tereftalatos (PET), poliimidas (PI),
resinas de poliimida, cianato ésteres, resinas de bismaleimida-triazina, nailon,
resinas de vinil éster, poliésteres, resinas de poliéster, poliamidas,
polianilinas, resinas fenolicas, polipirréis, polietileno naftalato (PEN),
polimetil metacrilato, polietileno dioxitiofeno, papel de aramida revestido
com resina fendlica, politetrafluoretileno (PTFE), resinas de melamina,
resinas de silicone, resinas de flaor, polifenileno éteres alilados (APPE),
poliéter imidas (PEI), 6xidos de polifenileno (PPO), polipropilenos (PP),
polietilenos (PE), polissulfonas (PSU), poliéter sulfonas (PES), poliaril
amidas (PAA), cloretos de polivinila (PVC), poliestirenos (PS), acrilonitrila-



10

15

20

25

butadieno-estireno (ABS), acrilato de acrilonitrila-estireno (ASA), estireno
acrilonitrila (SAN) e misturas de dois ou mais dos polimeros mencionados
anteriormente, que poderio estar presentes em uma grande variedade de
formas. Os substratos poderdo ser constituidos de aditivos conhecidos pela
pessoa adestrada na arte, por exemplo, retardantes de chama.

Em principio, todos os polimeros mencionados abaixo em
relagdo ao material da matriz também poderdo ser utilizados. Da mesma
forma, outros substratos convencionais na indudstria de circuitos impressos
também sdo adequados.

Os materiais compostos, polimeros semelhantes a espumas,
Styropor®, Styrodur®, poliuretanas (PU), superficies de cerdmica, téxteis,
polpas, placas, papel, papel revestido com polimero, madeira, materiais
minerais, silicio, vidro, tecido vegetal e tecido animal sdo adicionalmente
substratos adequados.

Uma camada basica, que contém particulas revestiveis sem
corrente e/ou galvanicamente, é aplicada sobre o substrato. Em uma primeira
etapa, a camada basica é estruturada através de ablagdo de acordo com uma
estrutura predeterminada com um leiser. Leisers adequados sdo disponiveis
comercialmente. Todos os leisers poderdo ser utilizados, tais como os leisers a
gas com ondas continuas ou em pulsagdo, no estado sélido, de iodo ou de
excimero, de forma que a camada basica absorve a radia¢do do leiser o
suficiente, e a poténcia do leiser é suficiente para exceder o limite inferior de
ablagdo, no qual o material da camada basica ¢ pelo menos parcialmente
decomposto ou pelo menos parcialmente vaporizado. Os leisers de IR de onda
continua ou em pulsagdo, de preferéncia, sdo utilizados, como por exemplo,
os leiser de CO,, os leisers de Nd-YAG, os leisers de Yb:YAG, os leisers de
fibra ou de diodo. Estes sdo disponiveis de forma barata e com uma poténcia
elevada. Um leiser adequado geralmente tem um consumo de energia pelo

menos de 30 W. Dependendo da capacidade de absor¢do da camada basica,
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no entanto, é também possivel utilizar-se leisers e com comprimentos de onda
na faixa de freqiiéncia UV ou visivel. Tais leisers sdo, por exemplo, leisers de
AR, leisers de HeNe, leisers de IR no estado so6lido multiplicados por
freqiiéncia ou leisers de excimero, tais como os leisers de ArF, os leisers de
KrF, os leisers de XeCl ou os leisers de XeF. Como fungéo da fonte de feixe
de leiser, a poténcia do leiser, as dticas usadas e os moduladores usados, o
didmetro focal do feixe de leiser se situa na faixa entre 1 pm e 100 um, de
preferéncia, entre 5 um e 50 um. O comprimento de onda da luz de leiser, de
preferéncia, se situa na faixa de 150 a 10.600 nm, especialmente de
preferéncia, na faixa de 600 a 10.600 nm.

Em uma realizagdo preferida, as regides da camada basica que
devem ser removidas, por exemplo, os canais de isolamento no caso de um
circuito impresso, sdo desgastadas na camada bdasica por intermédio de um
leiser focado. Também € possivel gerar-se a estrutura da camada basica
utilizando-se uma mascara colocada no caminho do feixes do leiser ou através
de um método de formagédo de imagem.

Em uma realizag¢do preferida da invengdo, uma dispersdo, que
contém particulas revestiveis ndo eletroliticamente e/ou eletrolitica- mente em
um material de matriz, é aplicada sobre o substrato para formar a camada
basica antes da ablacio da camada basica por intermédio do leiser. As
particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente poderéo ser particulas
com geometria arbitraria feitas de um material eletricamente condutivo,
misturas de materiais diferentes eletricamente condutivos ou misturas de
materiais eletricamente condutivos e ndo condutivos. Os materiais
eletricamente condutivos adequados, por exemplo, sdo negro de fumo, por
exemplo, na forma de negro de fumo, grafite, grafenos, ou nanotubos de
carbono, complexos metalicos eletricamente condutivos, compostos organicos
condutivos ou polimeros condutivos ou metais, de preferéncia, zinco, niquel,

cobre, estanho, cobalto, manganés, ferro, magnésio, chumbo, cromo, bismuto,
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prata, ouro, aluminio, titdnio, paladio, platina, tdntalo e ligas dos mesmos, ou
misturas metalicas que contém pelo menos um destes metais. Ligas adequadas
sfo, por exemplo, CuZn, CuSn, CuNi, SnPb, SnBi, SnCo, SnFe, ZnNi, ZnCo
e ZnMn. Sdo especialmente preferidos o aluminio, ferro, cobre, prata, niquel,
zinco, estanho, carvio e misturas dos mesmos.

As particulas revestiveis ndo eletroliticamente e/ou eletrolitica-
mente, de preferéncia, tém um didmetro médio de particula de 0,001 a 100
um, de preferéncia, de 0,005 a 50 um, e especialmente, de preferéncia, de
0,01 a 10 pm. O didmetro médio de particula podera ser determinado através
da medic¢do da difra¢do do leiser, por exemplo, utilizando-se um dispositivo
Microtrac X100. A distribuigdo dos didmetros de particula depende do
método da sua produgdio. A distribui¢do de didmetro, tipicamente, €
constituida somente de um maéximo, apesar de ser também possivel uma
quantidade de maximos.

Se as particulas revestiveis ndo eletroliticamente e/ou
eletrolitica- mente sdo utilizadas, as quais apresentam uma forte reflexdo na
faixa do comprimento de onda do leiser que estd sendo usado, entdo, de
preferéncia, elas sdo fornecidas com um revestimento. Os revestimentos
adequados poderdo ser de natureza inorgénica ou organica. Os revestimentos
inorgAnicos, por exemplo, sdo de SiO,, fosfatos ou fosfetos. O material para o
revestimento serd escolhido de forma que reflita fracamente a luz do leiser
que esta sendo usado. As particulas revestiveis ndo eletroliticamente e/ou
eletrolitica- mente, é claro, também poderdo ser galvanizadas com um metal
ou 6xido metélico, que reflete somente fracamente a luz de leiser que esta
sendo utilizado. O metal do qual consistem as particulas também podera estar
presente em uma forma parcialmente oxidada. No caso de ferro, por exemplo,
uma camada de o6xido de ferro é aplicada sobre as particulas de ferro
oxidando o ferro sobre superficie. No caso do pé de ferro-carbonila, por

exemplo, sdo obtidas esferas que consistem internamente de ferro e possuem
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uma camada de 6xido na superficie externa.

Devido a fraca reflexdo da superficie das particulas contidas na
camada bésica, a maior parte da energia do leiser alcanga a camada basica.
Somente o componente refletido pelas particulas é perdido para a ablagfo da
camada basica. Desta forma, a estrutura desejada pode ser formada a partir da
camada basica com pouco desperdicio de energia.

Se dois ou mais metais diferentes se destinam a formar as
particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente, entdo isto podera ser
feito misturando-se estes metais. Especialmente, é preferivel que os metais
sejam escolhidos do grupo que consiste de aluminio, ferro, cobre, prata,
niquel, estanho e zinco.

As particulas revestiveis ndo eletroliticamente e/oﬁ eletrolitica-
mente no entanto também poderdo conter um primeiro metal e um segundo
metal, o segundo metal estando presente na forma de uma liga (com o
primeiro metal ou com mais outros metais), ou as particulas revestiveis sem
corrente e/ou galvanicamente contém duas ligas diferentes.

Além da escolha do material das particulas revestiveis sem
corrente e/ou galvanicamente, o formato das revestiveis sem corrente e/ou
galvanicamente também tem um efeito sobre as propriedades da dispersdo
depois do revestimento. Com relagdo ao formato, sdo possiveis numerosas
variantes conhecidas pela pessoa adestrada na arte. O formato das particulas
revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente podera, por exemplo, ser na
forma de agulha, cilindrico, na forma de plaquetas ou esférico. Estes formatos
de particula representam os formatos ideais e o formato real podera ser mais
ou menos fortemente diferentes dos mesmos, por exemplo, devido a
produgdo. Por exemplo, particulas com a forma de lagrimas sdo um desvio
real do formato esférico ideal no escopo da invengéo atual.

As particulas revestiveis ndo eletroliticamente e/ou eletrolitica-

mente com varios formatos de particulas séo disponiveis comercialmente.
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Quando sdo utilizadas misturas de particulas revestiveis sem
corrente e/ou galvanicamente, os parceiros individuais da mistura também
poderdo ter formatos de particula e/ou tamanhos de particulas diferentes. E
também possivel utilizar-se misturas somente de um tipo de particulas
revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente com tamanhos de particula e/ou
formatos de particulas diferentes. No caso de formatos de particula e/ou
tamanhos de particulas diferentes, os metais de aluminio, ferro, cobre, prata,
niquel e zinco, assim como carvao, sdo da mesma forma preferidos.

Quando sdo utilizadas misturas de formatos de particula, as
misturas de particulas esféricas com particulas com a forma de plaquetas sdo
preferidas. Em uma realizagdo, por exemplo, as particulas esféricas de
carbonila-ferro s3o usadas com as particulas de ferro com a forma de
plaquetas e/ou as particulas de cobre e/ou os nanotubos de carvéo.

Como ja foi mencionado acima, as particulas revestiveis sem
corrente e/ou galvanicamente poderdo ser adicionadas na dispersdo na forma
do seu p6. Tais pos, por exemplo, pos metalicos, sdo mercadorias disponiveis
comercialmente e podem ser produzidos rapidamente por intermédio de
métodos conhecidos, por exemplo, através de deposi¢do eletrolitica ou
reducdo quimica, a partir de solugdes de sais metalicos ou através de redugio
de um p6 oxidante, por exemplo, por intermédio de hidrogénio, através da
aspersdo ou atomizagdo de um metal fundido, especialmente sobre fluidos
refrigerantes, por exemplo, gases ou agua. A atomizacdo de gas e agua e a
reducdo dos Oxidos metalicos sdo preferidos. Os pds metalicos com o
tamanho de particula preferido também poderdo ser produzidos através da
moagem de p6 metalico mais grosso. Um moinho de bolas, por exemplo, €
adequado para este fim.

Além da atomizag¢do do gas e da agua, no caso do ferro o
processo de pds de carbonila-ferro para a produgédo de p6 de carbonila-ferro €

preferido. Isto € feito através da decomposi¢do térmica de penta- carbonila de
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ferro. Isto é descrito, por exemplo, na Ullman's Encyclopedia of Industrial
Chemistry, 5° edi¢do, Vol. Al4, p. 599. A decomposigdo de pentacarbonila de
ferro podera, por exemplo, acontecer em temperaturas elevadas e pressdes
elevadas em um equipamento de decomposi¢do que pode ser aquecido e €
constituido de um tubo de um material refratario, como vidro de quartzo ou
aco V2A, de preferéncia, na posi¢do vertical, que é envolvido por um
instrumento de aquecimento, por exemplo, consistindo de banhos de
aquecimento, cabos de aquecimento ou uma camisa de aquecimento através
dos quais escoa um meio de aquecimento. O pd de carbonila- niquel também
pode ser produzido de acordo com método semelhante.

As particulas revestiveis ndo eletroliticamente e/ou eletrolitica-
mente com a forma de plaquetas podem ser controladas através de condi¢Ges
utilizadas no processo de produgdo ou serem obtidas posteriormente através
de tratamento mecanico, por exemplo, através de tratamento em um moinho
de bolas de agitacdo.

Expressado em termos do peso total da camada bdsica seca, a
propor¢do de particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente, de
preferéncia, se situa na faixa de 20 a 98% em peso. Uma faixa preferida para
a proporg¢do de particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente, € de
30 a 95% em peso, expressa em termos do peso total da camada bésica seca.

Por exemplo, aglutinantes com um grupo de ancora
semelhante a pigmento, polimeros naturais e sintéticos derivados dos
mesmos, resinas naturais, assim como resinas sintéticas e derivados das
mesmas, borracha natural, borracha sintética, proteinas, derivados de celulose,
6leos secantes e ndo secantes, etc, sio adequados como material de matriz.
Eles poderdo, mas ndo necessitam, ser curados quimicamente ou fisicamente,
por exemplo, através de cura pelo ar, cura por radiagdo ou cura por
temperatura.

O material de matriz, de preferéncia, € um polimero ou uma
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mistura de polimero.

Os polimeros preferidos como material de matriz sdo, por
exemplo, ABS (acrilonitrila-butadieno-estireno); ASA (acrilonitrila-estireno-
acrilato); acrilatos acrilicos; resinas alquidicas; alquil vinil acetatos;
copolimeros de alquil vinil acetato, especialmente, metileno vinil acetato,
etileno vinil acetato, butileno vinil acetato; copolimeros de alquileno vinil
cloreto; resinas amino; resinas de aldeido e cetona; celuloses e derivados de
celulose, especialmente, hidroxialquil celuloses, celulose ésteres, tais como
acetatos, propionatos, butiratos, carboxialquil celuloses, celulose nitrato;
epoxi acrilato; resinas ep6xi modificadas, por exemplo, resinas Bisfenol A ou
Bisfenol F bifuncionais ou polifuncionais, resinas epodxi-novolac, resinas
epoxi bromadas, resinas oxicicloaliféaticas; resinas epoxi alifaticas, glicidil
éteres, vinil éteres, copolimeros de etileno-acido acrilico; resinas de
hidrocarbonetos; MABS (ABS transparente contendo também unidades de
acrilato); resinas de melamina, copolimeros de anidrido &4cido maleico;
metacrilatos; borracha natural; borracha sintética; borracha clorada; resinas
naturais; resinas de colofonio; shelac; resinas fendlicas; poliésteres; resinas de
poliéster, tais como resinas de fenil éster; polissulfonas; poliéter sulfonas;
poliamidas; poliimidas; polianilinas; polipirréis; polibutileno tereftalato
(PBT); policarbonato (por exemplo, Makrolon® da BayerAG); acrilatos de
poliéster; acrilatos de poliéter; polietileno; polietileno tiofeno; polietileno
naftalatos; polietileno tereftalato (PET); polietileno tereftalato glicol (PETG);
polipropileno; polimetil metacrilato (PMMA); o6xido de polifenileno (PPO);
poliestirenos (PS), politetrafluoretileno (PTFE); politetraidrofurano; poliéteres
(por exemplo, polietileno glicol, polipropileno glicol); compostos de
polivinila, especialmente cloreto de polivinila (PVC), copolimeros de PVC,
PVdC, acetato de polivinila, assim como copolimeros do mesmo, alcool
polivinilico opcionalmente parcialmente hidrolisado, polivinil acetais,

polivinil acetatos, polivinil pirrolidona, polivinil éteres, polivinil acrilatos e
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metacrilatos em solugdo e como uma dispersdo, assim como copolimeros dos
mesmos, poliacrilatos e copolimeros de poliestireno; poliestirenos
(modificado ou ndo para ser a prova de choque); poliuretanas, ndo reticuladas
ou reticuladas com isocianatos; poliuretana acrilato; copolimeros estireno
acrilicos; copolimeros em bloco de estireno e butadieno (por exemplo,
Styroflex® ou Styrolux® da BASF AG, K-Resin® da CPC); proteinas, por
exemplo, caseina; SIS; resina de triazina, resina de bismaleimida triazina
(BT), resina de cianato éster (CE), éteres de polifenileno alilados (APPE).
Misturas de dois ou mais polimeros também poderdo formar o material de
matriz.

Os polimeros especialmente preferidos como um material de
matriz sdo acrilatos, resinas acrilicas, derivados de celulose, metacrilatos,
resinas metacrilicas, resinas de melamina e amino, polialquilenos, poliimidas,
resinas epoxi, resinas epdxi modificadas, por exemplo, resinas Bisfenol A ou
Bisfenol F bifuncionais ou polifuncionais, resinas epodxi-novolac, resinas
epOxi bromadas, e resinas epoxi cicloalifaticas; resinas epoxi alifaticas,
glicidil éteres, vinil éteres e resinas fenolicas, poliuretanas, poliésteres,
polivinil acetais, polivinil acetatos, poliestirenos, copolimeros de poliestireno,
acrilatos de poliestireno, copolimeros em bloco de estireno butadieno,
alquenil vinil acetatos e copolimeros de cloreto de vinila, poliamidas e
copolimeros dos mesmos.

Como um material de matriz para dispersdo na producdo de
circuitos impressos, é preferivel utilizar-se resinas de cura térmica ou por
radia¢do, como por exemplo, resinas epOxi, tais como resinas Bisfenol A ou
Bisfenol F bifuncionais ou polifuncionais, resinas epdxi-novolac, resinas
epOxi bromadas, resinas epoxi cicloalifaticas; resinas ep6xi alifaticas, glicidil
éteres, cianato ésteres, vinil éteres, resinas fenolicas, poliimidas, resinas de
melamina e resinas amino, poliuretanas, poliésteres e derivados de celulose.

Expressado em termos do peso total do revestimento seco, a
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proporg¢do de componentes organicos aglutinantes, de preferéncia, € de 0,01 a
60% em peso. A propor¢do, de preferéncia, € de 0,1 a 45% em peso, mais de
preferéncia, de 0,5 a 35% em peso.

Para ser possivel a aplicagdo da dispersdo contendo as
particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente sobre o suporte,
podera ainda ser adicionado um solvente ou uma mistura de solventes na
dispersdo para o ajuste da viscosidade da dispersdo adequada para o método
de aplicagfo respectivo.

Solventes adequados, por exemplo, sdo hidrocarbonetos
alifaticos e aromaticos (por exemplo, n-octano, ciclo-hexano, tolueno, xileno),
alcoois (por exemplo, metanol, etanol, 1-propanol, 2-propanol, 1- butanol, 2-
butanol, alcool amilico), alcoois polivalentes, tais como glicerol, etileno
glicol, propileno glicol, neopentil glicol, alquil ésteres (por exemplo, acetato
de metila, acetato de etila, acetato de propila, acetato de butila, acetato de
isobutila, acetato de isopropila, 3-metil butanol), alcéxi alcoois (por exemplo,
metéxi propanol, metoxi butanol, epoxi propanol), alquil benzenos (por
exemplo, etil benzeno, isopropil benzeno), butil glicol, dibutil glicol, alquil
glicol acetatos (por exemplo, butil glicol acetato, dibutil glicol acetato,
propileno glicol metil éter acetato) diacetona alcool, diglicol dialquil éteres,
diglicol monoalquil éteres, dipropileno glicol dialquil éteres, dipropileno
glicol monoalquil éteres, diglicol alquil éter acetatos, dipropileno glicol alquil
éter acetato, dioxano, dipropileno glicol éteres, dietileno glicol e éteres, DBE
(ésteres dibasicos), éteres (por exemplo, dietil éter, tetraidrofurano), cloreto
de etileno, etileno glicol, etileno glicol acetato, etileno glicol dimetil éster,
cresol, lactonas (por exemplo, butirolactona), cetonas (por exemplo, acetona,
2-butanona, ciclo-hexanona, metil etil cetona (MEK), metil isobutil cetona
(MIBK)), dimetil glicol, cloreto de metileno, metileno glicol, etileno glicol
acetato, metil fenol (orto-, meta-, para- cresol), pirrolidonas (por exemplo, N-

metil-2-pirrolidona ), propileno glicol, propileno carbonato, tetracloreto de
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carbono, tolueno, trimetilol propano (TMP), hidrocarbonetos arométicos e
misturas, hidrocarbonetos alifaticos e misturas, monoterpenos alcoolicos (por
exemplo, terpineol), agua e misturas de dois ou mais destes solventes.

Os solventes preferidos sdo alcoois (por exemplo, etanol, 1-
propanol, 2-propanol, 1-butanol) alcoxi alcoois (por exemplo, metoxi
propanol, etoxi propanol, butil glicol, dibutil glicol), butirolactona, diglicol
dialquil éteres, diglicol monoalquil éteres, dipropileno glicol dialquil éteres,
dipropileno glicol monoalquil éteres, ésteres (por exemplo, acetato de etila,
acetato de butila, butil glicol acetato, dibutil glicol acetato, diglicol alquil éter
acetatos, dipropileno glicol alquil éter acetatos, DBE, propileno glicol metil
éter acetato), éteres (por exemplo, tetraidrofurano), alcoois polivalentes, como
glicerol, etileno glicol, propileno glicol, neopentil glicol, cetonas (por
exemplo, acetona, metil etil cetona, metil isobutil cetona, ciclo-hexanona),
hidrocarbonetos (por exemplo, ciclo-hexano, etil benzeno, tolueno, xileno),
N-metil-2-pirrolidona, 4gua e misturas dos mesmos. |

No caso de materiais de matriz liquidos (por exemplo, resinas
epOxi, ésteres acrilicos liquidos), a viscosidade respectiva, alternativamente,
podera ser ajustada através da temperatura durante a aplicagéo, ou através de
uma combinag¢do de um solvente e temperatura.

A dispersdo, além disso, podera conter um componente
dispersante. Este consiste de um ou mais dispersantes.

Em principio, todos os dispersantes conhecidos pela pessoa
adestrada na arte para aplicagdo em dispersdes e descritos na arte anterior sdo
adequados. Os dispersantes preferidos sdo tensoativos ou misturas de
tensoativos, como por exemplo, tensoativos anidnicos, catidnicos, anfotéricos
ou ndo 16nicos.

Tensoativos catiénicos e anidnicos sdo descritos, por exemplo,
na "Encyclopedia of Polymer Science and Technology", J. Wiley & Sons
(1966), Vol. 5, pp. 816 - 818, e em "Emulsion Polymerisation and Emulsion
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Polymers", ed. P. Lovell and M. El-Asser, Wiley & Sons (1997), pp. 224 -
226. No entanto, € também possivel utilizar-se os polimeros conhecidos pela
pessoa adestrada na arte tendo grupos de ancoragem semelhantes a pigmentos
como dispersantes.

O dispersante podera ser utilizado na faixa de 0,01 a 50% em
peso, expresso em termos do peso total da dispersdo. A propor¢do, de
preferéncia, é de 0,1 a 20% em peso, especialmente de preferéncia, de 0,2 a
10% em peso.

A dispersdo de acordo com a invengdo, além disso podera
conter um componente de carga. Este podera consistir de uma ou mais cargas.
Por exemplo, o componente de carga da massa metalizavel poderd conter
cargas na forma de fibras, camadas ou particulas, ou misturas dos mesmos.
Estes, de preferéncia, sdo produtos disponiveis comercialmente, por exemplo,
carvdo e cargas minerais.

Além disso, é possivel utilizar-se cargas ou reforgos, tais como
p6 de vidro, fibras minerais, pelos, hidréxido de aluminio, 6xidos metalicos,
tais como 0xido de aluminio ou 6xido de ferro, mica, p6 de quartzo, carbonato
de calcio, sulfato de bario, didxido de titdnio ou volastonita.

Outros aditivos poderéo ainda ser utilizados, tais como agentes
tixotropicos, como por exemplo, silica, silicatos, por exemplo, aerosilos ou
bentonitas, ou agentes tixotropicos organicos e espessantes, como por
exemplo, acido poliacrilico, poliuretanas, 6leo de ricino hidratado, corantes,
acidos graxos, amidas de acido graxo, agentes de ligagdo, agentes de
eliminagdo de espuma, lubrificantes, dessecantes, reticuladores, foto-
iniciadores, sequestrantes, ceras, pigmentos, particulas poliméricas
condutivas.

A propor¢do do componente de carga, de preferéncia, ¢ de
0,01 a 50% em peso, expresso em termos do peso total do revestimento seco.

De 0,1 a 30% em peso sdo ainda mais preferidos, e de 0,3 a 20% em peso s@o
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especialmente preferidos.

Além disso, poderdo haver auxiliares e estabilizantes de
processamento na dispersdo de acordo com a invengdo, como estabilizantes
de UV, agentes lubrificantes, inibidores de corrosio e retardantes de chama. A
sua propor¢do usualmente € de 0,01 a 5% em peso, expresso em termos do
peso total da dispersdo. A proporgdo, de preferéncia, € de 0,05 a 3% em peso.

Se as particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente
na dispersio sobre o suporte ndo podem por si proprias absorver
suficientemente a energia da fonte de energia, por exemplo, o leiser, os
absorventes poderdo ser adicionados na dispersdo. Dependendo da fonte de
feixe de leiser utilizada, podera ser necessario escolher-se absorventes
diferentes. Neste caso, o absorvente € adicionado na dispersdo ou uma
camada absorvente separada adicional € aplicada entre o suporte e a
dispersdo. No ultimo caso, a energia é absorvida localmente na camada de
absorcéo e € transferida para a dispersdo através de condugdo térmica.

Os absorventes adequados para a radiagdo por leiser tém uma
absor¢do elevada na faixa do comprimento de onda de leiser. Especialmente,
sdo adequados os absorventes que tém uma absor¢do elevada na faixa
proxima de infravermelho e VIS de onda mais longa do espectro
eletromagnético. Tais absorventes sdo adequados, especialmente, para a
absor¢do da radiagdo de leiser no estado sdlido e de poténcia elevada, por
exemplo, leisers de Nd-YAG que tém um comprimento de onda de 1064 nm,
ou leisers de diodo IR que tipicamente tém comprimentos de onda na faixa de
700 a 1600 nm. Exemplos de absorventes adequados para corantes de
irradiacdo de leiser que sdo absorvidos fortemente na faixa do espectro de
infravermelho, por exemplo, sdo ftalocianinas, cianinas, quinormas, corantes
complexos metalicos, tais como ditiolenos ou corantes fotocrémicos.

Outros absorventes adequados sfo pigmentos inorganicos,

especialmente pigmentos inorgénicos intensamente coloridos, tais como
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oxidos de cromo, 6xidos de ferro, hidratos de 6xido de ferro ou de carbono,
como por exemplo, na forma de negro de fumo, grafite, grafenos ou nano-
tubos de carbono.

Os tipos finamente divididos de carbono e o hexaboreto de
lantdnio finamente dividido (LaBg) sdo especialmente adequados como
absorventes para a radiagdo a leiser.

Em geral, sdo utilizados de 0,005 a 20% em peso de
absorvente, expresso em termos do peso das particulas revestiveis sem
corrente e/ou galvanicamente na dispersdo. De preferéncia, sdo utilizados de
0,01 a 15% em peso de absorvente, e especialmente, de preferéncia, de 0,01 a
10% em peso, expresso em termos do peso das particulas revestiveis sem
corrente e/ou galvanicamente na disperséo.

A quantidade de absorvente adicionada serd escolhida pela
pessoa adestrada na arte de acordo com as propriedades respectivas desejadas
da camada de dispersdo. No contexto, a pessoa adestrada na arte, além disso
levara em conta o fato de que os absorventes adicionados afetam ndo somente
a quantidade e a eficiéncia da ablagio de leiser da camada basica, mas
também outras propriedades da camada basica, como por exemplo, a adesdo
no suporte, a cura ou a adesdo metalica ou ndo eletrolitica.

No caso de uma camada de absor¢do separada, no caso mais
favoravel, ela contém o absorvente e o mesmo material de matriz que a
camada bdasica superposta, para assegurar uma boa adesfo da camada. Para
induzir a conversdo efetiva da energia da luz em energia térmica e conseguir
uma rapida condugio térmica para dentro da camada bésica, a camada de
absorgdo deve ser aplicada tdo fina quanto possivel e o absorvente deve estar
presente em uma concentragdo o mais elevada possivel, sem afetar
prejudicialmente as propriedades da camada, tais como por exemplo, a adesdo
ao suporte e a camada basica, e a cura. As concentragdes adequadas do

absorvente na camada de absor¢do sdo, neste caso, pelo menos 1 a 95% em
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peso, de 50 a 85% em peso sendo especialmente preferidas.

A energia, que € requerida para a ablagdo, podera ser aplicada
no lado revestido com a dispersdo ou no lado oposto do substrato da
dispersdo, como uma fung¢do do substrato que estd sendo usado. A ablagdo
podera ser removida com a ajuda de sucgdo ou através de sopro da ablagdo.
Se for necessario, podera ser utilizada uma combinagdo de duas variantes do
método.

O revestimento do substrato com a camada basica podera ser
executado em um lado ou em ambos os lados. Os dois lados poderdo ser
estruturados em sucessdo ou por intermédio pelo menos de duas fontes de
feixe de leiser na etapa de ablagdo por leiser, ou mesmo em ambos os lados
simultaneamente.

Para aumentar a produtividade, podera também ser utilizada
mais de uma fonte de feixe de leiser. E também possivel dividir-se o feixe de
leiser de uma fonte de leiser, de forma que a produtividade possa ser
aumentada de forma semelhante somente com uma fonte de leiser.

A estruturag¢do podera, por exemplo, ser obtida movendo-se o
substrato em um estdgio XY ou através da movimentagdo do feixe de leiser,
por exemplo, utilizando-se um espelho movel. E também possivel uma
combinac¢do dos dois métodos.

A aplicagdo da camada basica com superficies larga ¢
executada, por exemplo, de acordo com o método de revestimento conhecido
pela pessoa adestrada na arte. Tais métodos de revestimento sdo, por exemplo,
fundi¢do, pintura, revestimento doctor, escovamento, aspersdo, imersdo,
rolagem, aplicagdo de poés, leito fluidizado ou semelhante. Como uma
alternativa, a camada bdsica de superficie larga com a dispersdo € impressa
sobre o suporte através de um método de impressdo, em cujo caso as
estruturas futuras poderdo ser pré-formadas de forma grosseira. O método de

impressdo, através do qual a camada basica € impressa sobre 0 mesmo, por
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exemplo, um método de impressdo com rolo ou com chapas, por exemplo,
impressdo com tela, impressdo direta ou indireta por entalho, impressdo
flexografica, tipografia, impressdo com almofada, impressdo por jato de tinta,
o método Laser-Sonic® conforme descrito na DE 100 51 850, para a
impressdo "offset" ou 0 método de impressdo magnetografico. Qualquer outro
método de impressdo conhecido pela pessoa adestrada na arte poderd, no
entanto, ser também utilizado. A espessura da camada da camada bésica
gerada pela impressdo ou o método de revestimento, de preferéncia, varia
entre 0,01 a 50 um, mais de preferéncia, entre 0,05 e 25 um, e especialmente
de preferéncia, entre 0,1 e 20 micrometros. As camadas poderdo ser aplicadas
na largura da superficie ou em uma forma estruturada. As camadas poderdo
ser aplicadas sobre um lado ou também, se necessario, em ambos os lados.

A aplicagdo estruturada da dispersdo € vantajosa e preferida
quando, por exemplo, as estruturas predeterminadas se destinam a ser
produzidas em grandes quantidades de bateladas, e o tamanho da area a ser
descartada é reduzido através da aplicagdo estruturada. Desta forma, a
produgdo pode ser executada com uma velocidade maior e também ser mais
efetiva em custo, porque menos material da camada bésica necessita ser
desbastado.

A dispersdo, de preferéncia, é agitada ou é bombeada ao redor
de um recipiente de estocagem antes da aplicagdo sobre o substrato. A
agitacdo e/ou o bombeamento evita a sedimenta¢do possivel das particulas
contidas na dispersdo. Evitando-se a sedimentagdo, s@o obtidas camadas
béasicas mais homogéneas, i.e., as camadas basicas nas quais as particulas
eletricamente condutivas sdo distribuidas homogeneamente. Uma camada
basica homogénea maxima leva a estruturas significativamente melhores,
mais homogéneas e mais continuas na etapa de revestimento ndo eletrolitico
e/ou eletrolitico.

Além disso, é da mesma forma vantajoso que a dispersdo seja
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controlada termicamente no recipiente de estocagem. Isto faz com que seja
possivel obter-se uma camada basica mais homogénea sobre o suporte,
porque uma viscosidade constante pode ser ajustada pelo controle térmico. O
controle térmico € necessario especialmente sempre que, por exemplo, a
dispersdo € aquecida pela adi¢do de energia no agitador ou na bomba quando
agitando e/ou bombeando, e portanto a sua viscosidade ¢ alterada.

Além do revestimento do substrato em um lado, com o método
de acordo com a invengdo é também possivel produzir-se o suporte com uma
superficie estruturada eletricamente condutivo no seu lado superior € no seu
lado inferior. Com a ajuda de "vias" as superficies estruturadas eletricamente
condutivas no lado superior e no lado inferior do substrato podem ser ligadas
eletricamente simultaneamente. Através do contato por via, por exemplo, uma
parede de um orificio no substrato € produzida com uma superficie
eletricamente condutiva. Para se produzir o contato via, é possivel fazer-se
furos no suporte, por exemplo, nas paredes do qual a dispersdo que contém as
particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente sdo aplicadas. Com
um substrato suficientemente fino, por exemplo, uma folha fina de PET, nfo €
necessario revestir-se a parede do furo com a dispersdo porque, com um
tempo de revestimento suficientemente longo, uma camada metélica também
se forma dentro do furo durante o revestimento ndo eletrolitico e/ou
eletrolitico através das camadas metalicas que crescem em conjunto dentro do
furo a partir dos lados superior e inferior do substrato, de forma que € criada
uma conexdo elétrica das superficies estruturadas eletricamente condutivas
dos lados superior e inferior do suporte. Além do método de acordo com a
invengdo, € também possivel utilizar-se outros métodos conhecidos da arte
anterior para a metalizagdo dos furos e/ou dos furos cegos.

No caso de suportes finos, por exemplo, o furo podera ser
produzido através da abertura de fendas, pungdes ou através de furos feitos

com leiser.
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Para se obter uma camada basica mecanicamente estavel sobre
o substrato, é preferivel que a dispersdo, com a qual a camada basica €
aplicada sobre o substrato, seja pelo menos parcialmente seca e/ou pelo
menos parcialmente curada depois da aplicagdo. Como uma fungdo do
material da matriz, a secagem e/ou cura é executada conforme descrito acima,
por exemplo, através da agdo de calor, luz (UV/Vis) e/ou radiagdo, por
exemplo, radiagdo infravermelha, radiagdo eletronica, radiagdo gama,
radiagdo X, microondas. Para se iniciar a reagdo de cura, podera ser
necessario adicionar-se um ativador adequado. A cura podera também ser
obtida através de uma combinag¢do de métodos diferentes, por exemplo,
através da combinagdo de radiagdo UV e calor. Os métodos de cura poderdo
ser combinados simultaneamente ou em sucessdo. Por exemplo, a camada
podera primeiramente ser somente parcialmente curada por radiagdo UV, de
forma que as estruturas formadas nfo se separarem mais. A camada podera
ser posteriormente curada pela agdo de calor. O aquecimento podera neste
caso acontecer diretamente depois da cura por UV e/ou depois da metalizagdo
ndo eletrolitica e/ou eletrolitica. Depois pelo menos da secagem e/ou cura
parcial e exposi¢do da estrutura desejada por intermédio de ablagdo, em uma
variante preferida, as particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente
poderdo ser pelo menos parcialmente expostas.

Com a exposigdo das particulas revestiveis sem corrente e/ou

galvanicamente, sdo geradas sementes adicionais para a metalizagdo, de

-forma que € criada uma camada metalica mais homogénea e mais continua.

As particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente
poderdo ser expostas mecanicamente, por exemplo, através de escovamento,
raspagem, moagem, polimento com areia ou polimento com didxido de
carbono supercritico, fisicamente, por exemplo, através de aquecimento,
leiser, luz UV, descarga corona ou de plasma, ou quimicamente. No caso da

exposi¢do quimica, € preferivel utilizar-se um produto quimico ou uma
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mistura quimica que seja compativel com o material da matriz. No caso da
exposi¢do quimica, o material da matriz podera ser pelo menos parcialmente
dissolvido na superficie e lavado, por exemplo, por intermédio de um
solvente, ou a estrutura quimica do material da matriz podera ser pelo menos
parcialmente interrompido por intermédio de reagentes adequados, de forma
que as particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente sejam
expostas. Os reagentes que fazem com que o material da matriz seja inflado
sdo também adequados para a exposi¢do das particulas revestiveis sem
corrente e/ou galvanicamente. A intumescéncia cria cavidades, nas quais 0s
ions metalicos a serem depositados podem entrar a partir da solugdo
eletrolitica, de forma que um nimero maior de particulas revestiveis sem
corrente e/ou galvanicamente possam ser mecanizadas. A ligagéo,
homogeneidade e continuidade da camada metalica depositada posteriormente
sem corrente e/ou galvanicamente é significativamente a melhor do que nos
métodos descritos na arte anterior. O rendimento do processo durante a
metaliza¢gio € também maior, por causa do numero maior de particulas
revestiveis expostas sem corrente e/ou galvanicamente, de forma que podem
ser obtidas vantagens adicionais de custo.

Se o material da matriz, por exemplo, é uma resina epoxi, uma
resina epoxi modificada, uma epdxi-novolac, um poliacrilato, ABS, um
copolimero de estireno-butadieno ou um poliéter, as particulas revestiveis sem
corrente e/ou galvanicamente, de preferéncia, sdo expostas utilizando-se um
oxidante. O oxidante rompe as ligag6es do material da matriz, de forma que o
aglutinante possa ser dissolvido e as particulas possam dessa forma ser
expostas. Oxidantes adequados sdo, por exemplo, manganatos, como por
exemplo, permanganato de potassio, manganato de potassio, permanganato de
sodio, manganato de sodio, peréxido de hidrogénio, oxigénio, oxigénio na
presencga de catalisadores, tais como, por exemplo, sais de manganés, sais de

molibdénio, sais de bismuto, sais de tungsténio e sais de cobalto, ozonio,
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pentdxido de vanadio, didxido de selénio, solugdo de polissulfeto de aménio,
enxofre na presenga de amoénia ou aminas, diéxido de manganés, ferrato de
potassio, dicromato/acido sulfurico, acido créomico em é4cido sulfurico ou em
acido acético ou em anidrido acético, acido nitrico, acido hidroiédico, acido
hidrobrémico, dicromato de piridinio, complexo de acido crémico-piridina,
anidrido de acido crémico, 6xido de cromo (VI), acido periodico, tetracetato
de chumbo, quinona, metilquinona, antraquinona, bromo, cloro, fluor,
solugGes de sal de ferro (III), solugdes de dissulfato, percarbonato de sédio,
sais de acidos oxoalicos, tais como, por exemplo, cloratos ou cromatos ou
iodatos, sais de acidos peralicos, tais como, por exemplo, periodato de sodio
ou perclorato de sodio, perborato de sddio, dicromatos, tais como, por
exemplo, dicromato de sodio, sais de acidos persulfuricos, tais como
peroxodissulfato de potassio, peroxomonossulfato de potassio, clorocromato
de piridinio, sais de acidos hipoalicos, como por exemplo, hipocloreto de
sodio, dimetil sulféxido na presenga de reagentes eletro fisicos, terc-butil
hidroperéxido, 3-cloro perbenzoatos, 2,2-dimetilpropanal, Des-Martin
periodinano, cloreto de oxalila, derivado de perdxido de hidrogénio uréia,
peroxido de hidrogénio uréia, acido 2-iodo- benzobico, peroxomonossulfato de
potassio, acido m-cloro perbenzdico, N-metilmorfolina-N-6xido, 2-metilprop-
2-il hidroperéxido, acido peracético, pivaldeido, tetradxido de dsmio, oxonio,
sais de ruténio(Ill) e (IV), oxigénio na presenca de 2,2,6,6-
tetrametilpiperidinil-N-6xido, triacetoxiperiodinamo, acido trifluorperacetico,
trimetil acetaldeido, nitrato de amoénio. As temperaturas durante o processo,
opcionalmente, poderdo ser aumentadas para melhorar o processo de
exposi¢do.

Sdo preferidos os manganatos, por exemplo, permanganato de
potassio, manganato de potassio, permanganato de sdédio, manganato de
sodio, peroxido de hidrogénio, N-metilmorfolina-N-6xido, percarbonatos, por

exemplo, percarbonato de sédio ou de potéssio, perboratos, por exemplo,
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perborato de sédio ou de potassio, persulfato, por exemplo, persulfato de
sédio ou de potassio, sddio, peroxodi- e monossulfatos de potassio e amdnio,
cloridrato de sédio, derivados de perdxido de hidrogénio uréia, sais dos acidos
oxodlicos tais como, por exemplo, cloratos ou bromatos ou iodatos, sais dos
acidos peralicos, tais como, por exemplo, periodato de sodio ou perclorato de
sodio, tetrabutil amdnio peroxidissulfato, quinona, solugdes de sal de ferro
(III), peréxido de vanadio, dicromato de piridinio, acido cloridrico, bromo,
cloro, dicromatos.

Sdo especialmente preferidos o permanganato de potassio,
manganato de potassio, permanganato de sodio, manganato de sodio,
peréxido de hidrogénio e seus derivados, perboratos, percarbonatos,
persulfatos, peroxodissulfatos, hipoclorito de sédio e percloratos.

Para expor as particulas revestiveis sem corrente e/ou
galvanicamente em um material de matriz que contém, por exemplo,
estruturas de éster, tais como resinas poliéster, poliéster acrilatos, poliéter
acrilatos, poliéster uretanas, € preferivel, por exemplo, utilizar-se produtos
quimicos 4cidos ou alcalinos e/ou misturas de produtos quimicos. Os produtos
quimicos e/ou as misturas de produtos quimicos 4cidos preferidos sdo, por
exemplo, acidos concentrados ou diluidos, tais como écido cloridrico, acido
sulfurico, acido fosférico ou acido nitrico. Os acidos orgénicos, tais como o
acido formico ou o 4cido acético poderdo também ser adequados, dependendo
do material da matriz. Produtos quimicos e/ou misturas de produtos quimicos
alcalinos adequados sdo, por exemplo, bases, tais como hidréxido de sddio,
hidroxido de potéssio, hidroxido de amoénio ou carbonatos, por exemplo,
carbonato de s6dio ou carbonato de calcio. A temperatura durante o processo,
opcionalmente, podera ser aumentada para melhorar o processo de exposi¢io.

Também poderdo ser utilizados solventes para expor as
particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente no material da matriz.

O solvente deve ser adaptado ao material da matriz, porque o material da
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matriz deve se dissolver no solvente ou ser inchado pelo solvente. Quando
utilizando um solvente no qual se dissolve o material da matriz, a camada
bésica € colocada em contato com o solvente somente durante um tempo
curto, de forma que a camada superior do material da matriz ¢ colocada em
solugdo e portanto é dissolvida. Os solventes preferidos séo xileno, tolueno,
hidrocarbonetos halogenados, acetona, metil etil cetona (MEK), metil isobutil
cetona (MIBK), dietileno glicol monobutil éter. A temperatura durante o
processo de dissolugdo, opcionalmente, podera ser aumentada para melhorar o
comportamento de dissolugao.

Além disso, é também possivel expor-se as particulas
revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente utilizando-se um método
mecanico. Métodos mecénicos adequados sdo, por exemplo, escovamento,
raspagem, polimento com um abrasivo ou polimento sob pressdo com um jato
de 4gua, jato de areia ou polimento com diéxido de carbono supercritico. A
camada superior da camada bdasica estruturada impressa curada, ¢
respectivamente removida por tal método mecénico. As particulas revestiveis
sem corrente e/ou galvanicamente contidas no material da matriz sdo expostas
dessa forma.

Todos os abrasivos conhecidos pela pessoa adestrada na arte
poderiam ser utilizados como abrasivos para o polimento. Um abrasivo
adequado ¢, por exemplo, pd de pedra pomes.

Para remover a camada de topo da dispersdo curada através do
polimento por pressdo com jato de agua, o jato de agua, de preferéncia,
contém particulas solidas pequenas, por exemplo, com de pedra pomes
(Al,03) com uma distribuigdo média de tamanho de particula de 40 a 120 pm,
de preferéncia, de 60 a 80 pm, assim como p6 de quartzo (SiO;) com um
tamanho de particula > 3 pm.

Se as particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente

contém um material que pode ser rapidamente oxidado, em uma variante do
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método preferido, a camada de 6xido é pelo menos parcialmente removida
antes da camada metélica ser formada sobre a camada bésica. A camada de
6xido poderd, neste caso, ser removida, por exemplo, quimicamente e/ou
mecanicamente. Substincias adequadas com as quais a camada basica pode
ser tratada para remover quimicamente uma camada de 6xido das particulas
revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente sdo, por exemplo, &cidos, tais
como o &cido sulfirico concentrado ou diluido ou concentrado ou acido
cloridrico diluido, 4cido citrico, acido fosférico, acido amidossulfonico, acido
formico, acido acético.

Métodos mecénicos adequados para a remogdo da camada de
6xido das particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente geralmente
sd0 0os mesmos que os métodos mecanicos para a exposi¢do das particulas.

Como a dispersdo é firmemente aderida sobre o substrato, em
uma realizagdo preferida, a Gltima é limpa através de um método a seco, um
método de produto quimico a imido e/ou um método mecénico, antes da
aplicacdo da camada basica. Através de métodos quimicos e mecénicos
umidos, é especialmente também possivel raspar-se a superficie do suporte de
forma que a dispersdo seja melhor ligada na mesma. Um método quimico a
umido adequado €, especialmente, a lavagem do suporte com reagentes acidos
ou alcalinos, ou com solventes adequados. A agua também poderd ser
utilizada em conjunto com o ultra-som. Reagentes 4cidos ou alcalinos
adequados sdo, por exemplo, acido cloridrico, acido sulfirico ou 4cido nitrico,
acido fosforico, ou hidroxido de sddio, hidroxido de potassio ou carbonatos,
como carbonato de potéssio. Solventes adequados sdo os mesmos que aqueles
que podem ser contidos na dispersdo para a aplicagdo da camada bésica.
Solventes preferidos sdo alcoois, cetonas e hidrocarbonetos, que necessitam
ser escolhidos como fung¢do do material do suporte. Os oxidantes que ja foram
mencionados para a ativagdo também poderdo ser utilizados.

Meétodos mecénicos com 0s quais o suporte pode ser limpo
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antes da aplicagdo da camada basica estruturada ou da de superficie inteira,
geralmente sdo os mesmos que aqueles que poderiam ser utilizados para
expor as particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente para
remover a camada de 6xido das particulas.

Meétodos de limpeza a seco, especialmente, sdo adequados para
a remocdo de poeira e outras particulas que podem afetar a ligagdo da
dispersdo sobre o suporte, e para a raspagem da superficie. Estes sdo, por
exemplo, remogdo de poeira por intermédio de escovas e/ou ar desionizado,
descarga corona ou plasma em baixa pressdo, assim como a remogdo de
particulas por intermédio de rolos e/ou roladores, que sdo produzidos com
uma camada adesiva.

Através da descarga corona e do plasma em baixa pressdo, a
tensdo superficial do substrato pode ser seletivamente aumentada, os residuos
orginicos podem ser limpos da superficie do substrato, € portanto, tanto a
umidificagio com a dispersio como a ligagdo da dispersdo podem ser
melhorados.

Para melhorar a adesdo da camada basica aplicada sobre o
substrato, de acordo com os requisitos, o substrato podera ser produzido com
uma camada adicional de liga¢do ou adesiva através de métodos conhecidos
pela pessoa adestrada na arte, antes da camada bésica ser transferida.

Depois da aplicag¢do e pelo menos cura parcial e/ou secagem
da camada basica, a estrutura é escavada através de ablagdo. Para este fim, as
partes da camada bésica que ndo sfo parte da estrutura sdo removidas. A
remocio é executada de acordo com a invengdo, com a ajuda de um feixe a
leiser. Através da entrada de energia com o feixe de leiser, pelo menos o
material da matriz da camada basica é pelo menos parcialmente decomposto
e/ou vaporizado. As particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente
contidas no material da matriz, sio através disso, também expostas. O

material removido da camada basica podera ser succionado e/ou descartado.
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Se as trilhas condutoras se destinam a ser produzidas pelo
método de acordo com a inven¢do, entio em uma realizagdo, além da
estrutura da trilha condutora desejada, é também possivel expor-se as linhas
de contato, que sio ligadas na estrutura da trilha condutora, através do método
de ablacdo a leiser. Estas linhas de contato auxiliares sdo adicionalmente
processadas da mesma forma que a estrutura desejada das trilhas condutoras.
Para este fim, as linhas de contato expostas pela ablag@o do leiser sdo da
mesma forma neutralizadas sem corrente e/ou galvanicamente depois de
exporem as particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente contidas
sobre a superficie. As linhas de contato sdo utilizadas, por exemplo, de forma
que mesmo as trilhas condutoras curtas, mutuamente isoladas, podem ser
rapidamente contatadas. Em uma realizagdo preferida, as linhas de contato
auxiliares sdo pelo menos parcialmente removidas outra vez depois da
metalizag¢do ndo eletrolitica e/ou eletrolitica. A remog&o, por exemplo, podera
ser executada através de ablagdo a leiser.

Depois da camada basica ser estruturada através da ablagdo a
leiser, um revestimento eletricamente condutivo é aplicado sobre a camada
bésica estruturada. Para gerar a superficie eletricamente condutiva, pelo
menos uma camada metalica é formada sobre a camada bésica estruturada por
intermédio de revestimento nio eletrolitico e/ou eletrolitico depois de terem
sido expostas as particulas condutivas eletricamente. O revestimento podera
ser executado por qualquer método conhecido pela pessoa adestrada na arte.
Qualquer revestimento metalico convencional podera, além disso, ser
aplicado utilizando o método de revestimento. Nesse caso, a composi¢do da
solugdo de eletrdlito que € utilizada para o revestimento, depende do metal
com o qual as estruturas condutivas eletricamente sobre o substrato devem ser
revestidas. Em principio, todos os metais que sd@o mais nobres do que, ou
igualmente nobres ao metal menos nobre da dispersdo, poderdo ser utilizados

para o revestimento ndo eletrolitico e/ou eletrolitico. Metais convencionais
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que sdo depositados sobre as superficies eletricamente condutivas por
intermédio do revestimento ndo eletrolitico e/ou eletrolitico sdo, por exemplo,
ouro, niquel, paladio, platina, prata, estanho, cobre ou cromo. A espessura de
uma ou mais camadas depositadas se situa nas faixas convencionais
conhecidas pela pessoa adestrada na arte.

Solugdes adequadas de eletrolito, que sdo usadas para o
revestimento das estruturas eletricamente condutivas, sdo conhecidas pela
pessoa adestrada na arte, como por exemplo, de Werner Jillek, Gusti Keller,
Handbuch der Leiterplattenechnik [Handbook of printed circuit technology].
Eugen G. Leuze Verlag, 2003, volume 4, paginas 332 - 352.

Para revestir a superficie estruturada condutiva sobre o
substrato, o substrato primeiramente é enviado para o banho da solugdo de
eletrolito. O substrato € entdo transportado através do banho, as particulas
revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente contidas na camada bésica
estruturada aplicada anteriormente sendo contatadas pelo menos por um
catodo. Aqui, qualquer catodo convencional adequado e conhecido pela
pessoa adestrada na arte poderia ser utilizado. Desde que o catodo contate a
superficie estruturada, os ions metalicos sdo depositados da solugdo de
eletrolito para formar uma camada metélica sobre a camada basica. O contato
também podera ser feito através das linhas de contato auxiliares. Usualmente,
uma camada fina da camada basica é formada imediatamente através de
deposig¢do nio eletrolitica quando imersas na solugéo de eletrdlito.

~ Se a prépria camada bésica nfo é suficientemente condutiva,
por exemplo, quando se utiliza p6 de carvdo e carbonil-ferro como as
particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente, entdo a
condutividade requerida para o revestimento eletrolitico € alcancada pela
camada ndo eletrolitica depositada.

Um dispositivo adequado, no qual a camada basica condutiva

eletricamente e estruturada pode ser revestida eletroliticamente, geralmente €
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composta pelo menos de um banho, um anodo e um catodo, o banho contendo
uma solugdo de eletrdlito que contém pelo menos um sal metalico. Os ions
metalicos da solucdo de eletrdlito sdo depositados sobre superficies
eletricamente condutivas do substrato o a camada basica para formar uma
camada metdlica. Para este fim, pelo menos um catodo ¢ colocado em contato
com a camada basica do substrato a ser revestido, enquanto que o substrato €
transportado através do banho.

Neste caso todos os métodos eletroliticos conhecidos pela
pessoa adestrada na arte sdo adequados para o revestimento eletrolitico. Tais
métodos eletroliticos sdo, por exemplo, aqueles nos quais o catodo é formado
por um ou mais rolos que contatam o material a ser revestido. Os catodos
também poderdo ser projetados na forma de rolos segmentados, nos quais
pelo menos o segmento de rolo que estd em comunicagdo com o substrato a
ser revestido €, respectivamente, ligado catodicamente. Para que o material
depositado sobre o rolo seja removido outra vez, no caso de rolos
segmentados é possivel ligar-se anodicamente os segmentos que ndo contatam
a camada basica a ser revestida, de forma que o material depositado sobre os
mesmos seja depositado na solugdo de eletrdlito.

Quando se utiliza linhas de contato auxiliares, as linhas de
contato auxiliares sdo contatadas pelo catodo para o revestimento eletrolitico.
As linhas de contato sfo utilizadas, por exemplo, de forma que mesmo as
trilhas condutoras curtas mutuamente isoladas podem ser rapidamente
contatadas. As linhas auxiliares de contato, de preferéncia, sdo removidas
outra vez depois do revestimento eletrolitico. Por exemplo, as linhas de
contato auxiliares também podem ser removidas através de ablagédo a leiser.
Para este fim, por exemplo, sdo utilizadas as mesmas fontes de feixe de leiser
que aquelas para a geragdo da estrutura da camada basica.

O dispositivo de revestimento eletrolitico, além disso, podera

ser equipado com um dispositivo através do qual o substrato pode ser gerado.
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O eixo de rotagdo do dispositivo, através do qual o substrato pode ser gerado,
neste caso € colocado perpendicularmente a superficie do substrato a ser
revestido. As estruturas eletricamente condutivas que inicialmente sdo largas
e curtas conforme visto na direg¢do de transporte do substrato, sdo alinhadas
pela rotagdo de forma que sejam estreitas e compridas, conforme € visto na
dire¢do de transporte depois da rotagao.

A espessura de camada da camada metalica depositada sobre a
estrutura reves.tivel sem corrente e/ou galvanicamente pelo método de acordo
com a inven¢do, depende do tempo de. contato, que ¢ determinado pela
velocidade com a qual o substrato passa através do dispositivo e a quantidade
de catodos colocados em série, assim como a potencia da corrente com a qual
o dispositivo é operado. Pode ser obtido um tempo de contato mais longo, por
exemplo, contatando-se uma quantidade de dispositivos de acordo com a
inven¢do em série em pelo menos um banho.

Para permitir o revestimento simultdneo dos lados superior e
inferior, por exemplo, dois rolos de contato poderdo ser colocados
respectivamente, de forma que o substrato a ser revestido possa ser
direcionado entre os mesmos.

Quando a intengdo € revestir laminas flexiveis cujo
comprimento excede o comprimento do banho, as assim chamadas l4minas
sem fim que sdo primeiramente desenroladas de um rolo, direcionadas através
do dispositivo de revestimento eletrolitico e entfo enroladas outra vez,
poderdo, por exemplo, ser direcionadas através do banho em um formato de
ziguezague ou serpenteando em volta de uma quantidade de dispositivos de
revestimento eletrolitico, os quais, por exemplo, poderdo entdo também ser
colocados acima um do outro ou a seguir um do outro.

O dispositivo de revestimento eletrolitico podera, se
necessario, ser equipado com um dispositivo auxiliar conhecido pela pessoa

adestrada na arte. Tais dispositivos auxiliares sdo, por exemplo, bombas,
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filtros, instrumentos de suprimento para produtos quimicos, instrumentos de
enrolar, desenrolar, etc.

Todos os métodos de tratamento da solugéo de eletrolito
conhecidos pela pessoa adestrada na arte poderdo ser utilizados para reduzir
os intervalos de manutengdo. Tais métodos de tratamento, por exemplo,
também sdo sistemas nos quais a solugdo de eletrolito é auto- regenerada.

O dispositivo de acordo com a invengdo também podera ser
operado, por exemplo, no método de pulsagdo conhecido de Wemner Jillek,
Gusti Keller, Handbuch der Leiterplattentechnick [Handbook of printed
circuit technology] Eugen G. Leuze Verlag, 2003, volume 4, paginas 192,
260, 349, 351, 352, 359.

Depois do revestimento eletrolitico, o substrato podera ser
processado adicionalmente de acordo com todas as etapas conhecidas pela
pessoa adestrada na arte. Por exemplo, os residuos existentes de eletrolito
poderdo ser removidos do substrato através de lavagem e/ou o substrato
podera ser secado.

O método de acordo com a invengdo para a produgdo de
superficies estruturadas eletricamente condutivas sobre um suporte, podera
ser operado em um modo continuo, semi-continuo ou descontinuo. E também
possivel que somente etapas individuais do método sejam executadas
continuamente, enquanto outras etapas sfo executadas descontinuamente.

Depois do revestimento eletrolitico, o substrato podera ser
processado adicionalmente de acordo com todas as etapas conhecidas pela
pessoa adestrada na arte. Por exemplo, os residuos de eletrolito existentes
poderdo ser removidos do substrato através de lavagem e/ou o substrato
podera ser secado.

O método de acordo com a invengdo € adequado, por exemplo,
para a produgdo de trilhas condutoras sobre circuitos impressos. Tais circuitos

impressos sdo, por exemplo, aqueles com niveis internos e externos com
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camadas multiplas, "micro-via-chip-on-board”, circuitos impressos flexiveis e
rigidos. Estes, por exemplo, sd3o instalados em produtos, tais como
computadores, telefones, televisdes, componentes elétricos de automoveis,
teclados, radios, video, CD, aparelhos de CD-ROM e DVD, consoles de
jogos, equipamento de medigdo de regulagem, sensores, utensilios elétricos de
cozinha, brinquedos elétricos, etc.

As estruturas eletricamente condutivas sobre suportes de
circuitos flexiveis também poderdo ser revestidas com o método de acordo
com a invencgdo. Tais suportes de circuito flexivel s@o, por exemplo, folhas
plasticas feitas com os materiais mencionados anteriormente que s&o
mencionados para os suportes nos quais sdo impressas as estruturas
eletricamente condutivas. O método, de acordo com a invengdo, além disso, €
adequado para a produgdo de antenas RFID, antenas transmissoras ou outras
estruturas de antenas, moddulos de cartdes de "chip", cabos planos,
aquecedores de assento, condutores de ldmina, trilhas condutoras em células
solares ou em telas de LCD/plasma, capacitores, capacitores de lamina,
resistores, condutores, fusos elétricos ou para a produgdo de produtos
revestidos eletricamente em qualquer forma, por exemplo, suportes
poliméricos revestidos com metal em um ou dois lados com uma espessura de
camada definida, dispositivos interconectados e moldados em 3D ou para a
producdo de superficies decorativas ou funcionais sobre produtos, que sdo
usados, por exemplo, para a protegdo contra a radiagdo eletromagnética, para
a condugdo térmica ou como embalagem. Além disso, ¢ possivel produzir-se
pontos de contato ou alcochoados ou interconexdes de contato sobre o
componente eletronico integrado.

A produgdo de circuitos integrados, resisténcias elétricas,
elementos de indug¢do para capacidade, diodos, transistores, sensores,
atuadores, componente Opticos e dispositivos de recepgdo/transmissdo, €

também possivel com o método de acordo com a invengao.
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Além disso, ¢ possivel produzir-se antenas com contatos para
componentes eletrdnicos organicos, assim como revestimentos sobre
superficies consistindo de material eletricamente nfo condutivo para a
protecdo eletromagnética.

Além disso, € possivel o uso no contexto de campos de fluxo
de placas bipolares para a aplicagdo em células combustiveis.

Além disso, € possivel produzir-se uma camada de 4rea inteira
ou estruturada, eletricamente condutiva, para a metalizagdo decorativa
posterior de artigos formatados feitos com o substrato ndo condutivo
eletricamente mencionado anteriormente.

A faixa de aplicagdo do método de acordo com a invengdo
permite a produgdo ndo dispendiosa de substratos metalizados, mesmo os néo
condutivos, especialmente para o uso como interruptores e sensores, barreiras
de gas ou pegas decorativas, especialmente pecas decorativas para veiculos
motorizados, setores sanitdrios, de brinquedos, domésticos e de escritdrio, e
embalagens, assim como laminas. A invengdo também podera ser aplicada no
campo de impressdo de seguranga para notas de bancos, cartdes de crédito,
documentos de identidade, etc. Téxteis poderdo ser funcionalizados
eletricamente e magneticamente com a ajuda do método de acordo com a
inven¢do (antenas, transmissores, antenas RFID e transmissoras, sensores,
elementos de aquecimento, anti-estdticos (mesmo para plésticos), protegao,
etc.).

Além disso, é possivel produzir-se laminas metalicas finas, ou
suportes poliméricos revestidos em um ou nos dois lados, ou superficies
plasticas metalizadas, por exemplo, tiras precisas ou espelhos exteriores.

O método de acordo com a invengdo, da mesma forma podera
ser utilizado para a metalizagdo de furos, canais, furos cegos, etc., por
exemplo, em circuitos impressos, antenas RFID ou antenas transmissoras,

cabos planos, condutores de l1dmina com uma vista para o contato canalizado
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dos lados superior e inferior. Isto também se aplica quando sdo utilizados
outros substratos.

Os artigos metalizados produzidos de acordo com a invengéo -
se eles sdo constituidos de metais magnetizaveis - poderdo também ser
utilizados no campo de partes funcionais magnetizaveis, tais como mesas
magnéticas, jogos magnéticos, superficies magnéticas, por exemplo, em
portas de refrigerador. Eles também poderdo ser utilizados em campos nos
quais € vantajosa uma boa condutividade térmica, por exemplo, em ldminas
para aquecedores de assentos, assim como materiais de isolamento.

Usos preferidos das superficies metalizados de acordo com a
invengdo sdo aqueles nos quais os produtos produzidos desta forma sdo
utilizados como circuitos impressos, antenas RFID, antenas transmissoras,
aquecedores de assentos, cabos planos, cartdes de chip sem contato,
dispositivos de interconexdo moldados em 3D, laminas metélicas finas ou
suportes poliméricos revestidos em um ou dois lados, condutores de lamina,
trilhas condutoras em células solares ou em telas LCD/ plasma, circuitos
integrados, resisténcias elétricas, elementos capacitores ou indutivos, diodos,
transistores, sensores, atuadores, componentes Opticos, dispositivos de
recepgdo- transmissdo, ou como aplicagdo decorativa, por exemplo, para

materiais de embalagem.
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REIVINDICACOES

1. Método para a produgdo de superficies eletricamente

condutivas estruturadas sobre um substrato, caracterizado pelo fato de ser

composto das seguintes etapas:

a) a estruturacdo de uma camada bésica contendo particulas
revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente sobre o substrato através de
ablagdo da camada bdsica de acordo com uma estrutura predeterminada, com
um leiser,

b) a ativagdo da superficie das particulas revestiveis sem
corrente e/ou galvanicamente; e

c) a aplicagdo de um revestimento eletricamente condutivo
sobre a camada bésica estruturada.

2. Método, de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado

pelo fato de uma dispersdo, que contém as particulas revestiveis sem corrente
e/ou galvanicamente, ser aplicada sobre o substrato para formar a camada
bésica antes da ablagdo da camada basica, por intermédio de leiser.

3. Método, de acordo com a reivindicagdo 2, caracterizado

pelo fato da aplicagdo da dispersdo para formar a camada basica ser feita
através de método de impressdo, fundigdo, rolagem, imersao ou aspersao.
4. Meétodo, de acordo com a reivindicagdo 2 ou 3,

caracterizado pelo fato da dispersdo ser agitada e/ou bombeada ao redor de

e/ou controlada termicamente em um recipiente de estocagem antes da
aplicagdo.
5. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1 a

4, caracterizado pelo fato da dispersdo aplicada sobre o substrato ser pelo

menos parcialmente seca e/ou curada.

6. Método, de acordo com a reivindicagdo 5, caracterizado

pelo fato de pelo menos a secagem ou cura parcial da dispersdo ser executada

antes da ablag¢do com o leiser ou depois da ablagdo com o leiser.
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7. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1 a

6, caracterizado pelo fato do leiser ser um leiser em estado solido, um leiser

de fibra, um leiser de diodo, um leiser a gas ou um leiser de excimero.
8. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1 a

7, caracterizado pelo fato do comprimento de onda da luz de leiser se situar na

faixa entre 150 e 10.600 nm, de preferéncia, na faixa entre 600 ¢ 10.600 nm.
9. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1 a

8, caracterizado pelo fato das particulas revestiveis sem corrente e/ou

galvanicamente conterem pelo menos um po metalico, carvdo ou uma mistura
dos mesmos.

10. Método, de acordo com a reivindicagdo 9, caracterizado

pelo fato do metal do pé metalico ser escolhido de ferro, niquel, prata,
estanho, zinco ou cobre.
11. Método, de acordo com as reivindicagées 9 ou 10,

caracterizado pelo fato do p6 metalico ser um p6 de carbonila-ferro.

12. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1

a 11, caracterizado pelo fato das particulas revestiveis sem corrente e/ou

galvanicamente serem produzidas com o revestimento, que reflete a luz de
leiser somente fracamente ou consiste de um material que reflete a luz de
leiser somente fracamente antes da ativagdo na etapa b).

13. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 9

a 12, caracterizado pelo fato da dispersdo conter um absorvente para a luz a

leiser.

14. Método, de acordo com a reivindicagdo 13, caracterizado

pelo fato do absorvente ser carvdo ou hexaboreto de lantanio.
15. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1

a 14, caracterizado pelo fato das particulas revestiveis sem corrente e/ou

galvanicamente terem geometria de particula diferente.

16. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1
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a 15, caracterizado pelo fato das particulas revestiveis sem corrente e/ou

galvanicamente contidas na dispersdo serem expostas quimicamente,
fisicamente ou mecanicamente antes do revestimento sem corrente e/ou
galvanicamente.

17. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1

a 16, caracterizado pelo fato de qualquer revestimento existente ser removido

das particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente para ativar a
superficie das particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente.
18. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 2

a 17, caracterizado pelo fato do substrato ser limpo através de um método a

seco, um método quimico a umido e/ou um método mecdnico antes da
aplicagio da dispersdo que contém as particulas revestiveis sem corrente e/ou
galvanicamente.

19. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1

a 18, caracterizado pelo fato da superficie condutiva eletricamente estruturada

ser aplicada sobre o lado superior e o lado inferior do suporte.

20. Método, de acordo com a reivindica¢do 19, caracterizado

pelo fato das superficies eletricamente condutivas estruturadas no lado
superior e no lado inferior do suporte, serem ligadas simultaneamente através
de contato canalizado.

21. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagoes 1

a 20, caracterizado pelo fato do revestimento eletricamente condutivo ser

aplicado sem corrente e/ou galvanicamente sobre a camada basica.

22. Método, de acordo com a reivindicagdo 21, caracterizado

pelo fato da camada baésica ser ligada para o revestimento galvanico nas linhas
auxiliares de contato que sdo contatadas pelo menos por um catodo.
23. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1

a 22, caracterizado pelo fato de ser para a produgdo de trilhas condutoras em

circuitos impressos, antenas RFID, antenas transmissoras ou outras estruturas
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de antena, moédulos de cartio de "chip", cabos planos, aquecedores de
assentos, condutores de ldminas, trilhas condutoras em células solares ou em
telas de LCD/ plasma, dispositivos interconectados e moldados em 3D,
circuitos integrados, resisténcias, elementos capacitores ou indutivos, diodos,
transistores, sensores, atuadores, componentes Opticos, dispositivos de
recepgdo/transmissdo, superficies decorativas ou funcionais sobre produtos,
que sdo usados para a protecdo contra a radiagdo eletromagnética, para a
conduc¢io térmica ou como embalagem, suportes de laminas metélicas finas
ou poliméricas revestidos em um ou dois lados, ou para a produgdo de

produtos revestidos eletroliticamente de qualquer forma.
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RESUMO
“METODO PARA A PRODUGAO DE SUPERFICIES ELETRICAMENTE
CONDUTIVAS ESTRUTURADAS SOBRE UM SUBSTRATO”

E apresentado um método para a produgdo de superficies
estruturadas eletricamente condutiveis sobre um substrato. O referido método
é composto das seguintes etapas: a) uma camada basica contendo particulas
que podem ser revestidas de uma forma néo elétrica e/ou serem galvanizadas,
é estruturada sobre o substrato através da remogdo da camada basica de
acordo com uma estrutura pré-definida com a ajuda de um leiser; b) a
superficie das particulas que podem ser revestidas de uma forma nio elétrica
e/ou galvanizadas, é ativada; e c) um revestimento eletricamente condutivo €

aplicado na camada baésica estruturada.



A requerente apresenta novas vias das reivindicagdes para
conformar o pedido com o Relatério Preliminar Internacional sobre

Patenteabilidade.
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REIVINDICACOES

1. Método para a produgdo de superficies eletricamente

condutivas estruturadas sobre um substrato, caracterizado pelo fato de ser
composto das seguintes etapas:

a) a estruturagio de uma camada basica contendo particulas
revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente sobre o substrato através de
ablacfio da camada basica de acordo com uma estrutura predeterminada, com
um leiser, em que particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente s30
produzidas com o revestimento, que reflete a luz de leiser somente fracamente
ou consiste de um material que reflete a luz de leiser somente fracamente,

b) a ativagdo da superficie das particulas revestiveis sem
corrente e/ou galvanicamente; €

c) a aplicagdo de um revestimento eletricamente condutivo
sobre a camada bésica estruturada.

2. Método, de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado

pelo fato de uma disperséo, que contém as particulas revestiveis sem corrente
e/ou galvanicamente, ser aplicada sobre o substrato para formar a camada
basica antes da ablagio da camada basica, por intermédio de leiser.

3. Método, de acordo com a reivindicagdo 2, caracterizado

pelo fato da aplicagdo da dispersdo para formar a camada basica ser feita
através de método de impressdo, fundigo, rolagem, imerséo ou aspersao.
4. Método, de acordo com a reivindicagdo 2 ou 3,

caracterizado pelo fato da dispersdo ser agitada e/ou bombeada ao redor de

e/ou controlada termicamente em um recipiente de estocagem antes da
aplicagdo.
5. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1 a

4, caracterizado pelo fato da dispersdo aplicada sobre o substrato ser pelo

menos parcialmente seca e/ou curada.

6. Método, de acordo com a reivindicagdo 5, caracterizado
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pelo fato de pelo menos a secagem ou cura parcial da dispersdo ser executada
antes da ablacdo com o leiser ou depois da ablagio com o leiser.
7. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagGes 1 a

6, caracterizado pelo fato do leiser ser um leiser em estado solido, um leiser

de fibra, um leiser de diodo, um leiser a gas ou um leiser de excimero.
8. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1 a

7, caracterizado pelo fato do comprimento de onda da luz de leiser se situar na

faixa entre 150 e 10.600 nm, de preferéncia, na faixa entre 600 e 10.600 nm.
9. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1 a

8, caracterizado pelo fato das particulas revestiveis sem corrente e/ou

galvanicamente conterem pelo menos um p6 metalico, carvdo ou uma mistura
dos mesmos.

10. Método, de acordo com a reivindicagdo 9, caracterizado

pelo fato do metal do pé metalico ser escolhido de ferro, niquel, prata,
estanho, zinco ou cobre.
11. Método, de acordo com as reivindicagdes 9 ou 10,

caracterizado pelo fato do p6 metalico ser um p6 de carbonila-ferro.

12. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 2

a 11, caracterizado pelo fato da dispersdo conter um absorvente para a luz a

leiser.

13. Método, de acordo com a reivindicagdo 12, caracterizado

pelo fato do absorvente ser carvdo ou hexaboreto de lantanio.
14 Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1

a 13, caracterizado pelo fato das particulas revestiveis sem corrente e/ou

galvanicamente terem geometria de particula diferente.
15. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1

a 14, caracterizado pelo fato das particulas revestiveis sem corrente e/ou

galvanicamente contidas na dispersdo serem expostas quimicamente,

fisicamente ou mecanicamente antes do revestimento sem corrente e/ou
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galvanicamente.

16. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1

a 15, caracterizado pelo fato de qualquer revestimento existente ser removido
das particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente para ativar a
superficie das particulas revestiveis sem corrente e/ou galvanicamente.

17. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 2

a 16, caracterizado pelo fato do substrato ser limpo através de um método a

seco, um método quimico a Umido e/ou um método mecénico antes da
aplicagdio da dispersdo que contém as particulas revestiveis sem corrente e/ou
galvanicamente.

18. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1

a 17, caracterizado pelo fato da superficie condutiva eletricamente estruturada

ser aplicada sobre o lado superior e o lado inferior do suporte.

19. Método, de acordo com a reivindicagdo 18, caracterizado

pelo fato das superficies eletricamente condutivas estruturadas no lado
superior e no lado inferior do suporte, serem ligadas simultaneamente através
de contato canalizado.

20. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1

a 19, caracterizado pelo fato .do revestimento eletricamente condutivo ser

aplicado sem corrente e/ou galvanicamente sobre a camada basica.

21. Método, de acordo com a reivindicagdo 20, caracterizado

pelo fato da camada bésica ser ligada para o revestimento galvanico nas linhas
auxiliares de contato que sio contatadas pelo menos por um catodo.
22. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1

a 21, caracterizado pelo fato de ser para a produgdo de trithas condutoras em

circuitos impressos, antenas RFID, antenas transmissoras ou outras estruturas
de antena, médulos de cartio de "chip", cabos planos, aquecedores de
assentos, condutores de ldminas, trilhas condutoras em células solares ou em

telas de LCD/ plasma, dispositivos interconectados e moldados em 3D,
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circuitos integrados, resisténcias, elementos capacitores ou indutivos, diodos,
transistores, sensores, atuadores, componentes opticos, dispositivos de
recepgdo/transmissdo, superficies decorativas ou funcionais sobre produtos,
que sfo usados para a protecdo contra a radiacio eletromagnética, para a
condugdo térmica ou como embalagem, suportes de laminas metalicas finas
ou poliméricas revestidos em um ou dois lados, ou para a produgdo de

produtos revestidos eletroliticamente de qualquer forma.
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